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Readout	Chip	Layout
Status of the HDI design
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理化学研究所様向け　次期ピクセルパス7層FPC層構成案

カバーレイポリイミド 12.5 μm
レジスト 20 μm カバーレイ接着剤 25 μm
銅めっき 15 μm 銅めっき 15 μm

L1 電解銅箔 9 μm HVLINE+AGND L1 電解銅箔 9 μm
ベースポリイミド 50 μm ベースポリイミド 50 μm
接着剤 25 μm 接着剤 25 μm

L2 電解銅箔 2 μm A GND L2 電解銅箔 2 μm
ベースポリイミド 25 μm ベースポリイミド 25 μm
接着剤 25 μm 接着剤 25 μm
銅めっき 10 μm 銅めっき 10 μm

Ｌ３電解銅箔 2 μm RF LINE 電解銅箔 2 μm
ベースポリイミド 50 μm ベースポリイミド 50 μm

L4 電解銅箔 2 μm PWR L4 電解銅箔 2 μm
接着剤 25 μm 接着剤 25 μm
ベースポリイミド 25 μm ベースポリイミド 25 μm

L5 電解銅箔 2 μm 電解銅箔 2 μm
接着剤 25 μm SIG L5 接着剤 25 μm
ベースポリイミド 25 μm ベースポリイミド 25 μm

L6 電解銅箔 2 μm D GND L6 電解銅箔 2 μm
ボンディングシート 25 μm ボンディングシート 25 μm
ベースポリイミド 50 μm ベースポリイミド 50 μm

L7 電解銅箔 9 μm L7 電解銅箔 9 μm
銅めっき 15 μm 銅めっき 15
レジスト 20 μm カバーレイ接着剤 25 μm

μm カバーレイポリイミド 12.5 μm

458 μm TOTAL厚 493 μm
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Side view

Top view (L1)

• Design of the prototype HDI for the Si-tracker “S1” layer (R~30cm) was done. 
• Contract for the production of the prototype HDI will be done soon.



(Approximate) schedule for HDI R&D

Nov Dec Jan Feb Mar Apr

HDI production 
x10

Bonding btw. 
FPHX and HDI

Inspection at 
RIKEN and BNL

• Production of the prototype HDI takes a month after contract. 
• Bonding between FPHX and HDI will be performed either in Japan (Hayashi co.) or in 

US (FNAL). 
• Inspection at testbench at RIKEN or BNL.
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